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Si Integrated Heat Spreaders 
for fcCSP Packages
Siはヒートスプレッダの素材としてCuの有効な代替品となります

ff 安定した高い熱伝導率とプロセスの容易さから、Siはヒートスプレッダの素
材としてCuの効果的な代替品となっています。

ff Si Integrated Heat Spreader（IHS）は上面をヒートシンクとして露出さ
せた状態でモールド内に埋め込むことが可能です。

Si HISの使用例：

シングルチップfcCSPに
埋め込み上面を露出したSi IHS

サイドバイサイド ハイブリッド構造 
に埋め込み上面を露出したSi IHS

ハイブリッド構造のデュアルSi IHS

スタックハイブリッド構造に
埋め込み上面を露出したSi IHS

凡例
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Si Integrated Heat Spreader 
Considerations
Amkorのパッケージング技術によ
り、Si上面をヒートシンクとして露出
させた状態でモールド内に埋め込むこ
とが可能です。
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